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发言人1   00:00
突破应用边界，行业迎来价值重估。目前所有参会者均处于静音状态，下面开始播报声明，本次会议仅面向开源证券的专业投资机构客户或受邀客户，仅供在新媒体背景下研究观点的及时交流，第三方专家发言内容仅代表其个人观点，所有信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。未经开源证券事先书面许可，任何机构或个人严禁录音、转发及相关解读。涉嫌违反上述情形的，我们将保留一切法法律权利。感谢您的理解和支持，谢谢。

发言人1   00:41
晚上好，我是开元机械的孟欣。今天晚上向各位领导汇报一下，沃尔德的一个业务上面新的这个业务金刚石散热业务整体的一个梳理情况，然后以及断针还有它新的定增情也都会一并去汇报。首先的话，关于沃尔德这个公司，它传统业务是做超用刀具以及CVD方法去制备金刚石相关的材料。除此之外，公司今年或者说其实是早在多年前就已经推出了非常重磅的两项新的业务。在今年也都是可以看到非常大的一个进展和落地。分别就是金刚石的一个散热业务，以及PCD金刚石钻针的这个业务。

发言人1   01:26
我首先来梳理一下，公司在散热业务上面的一个进展。首先公司的一个布局方向是聚焦在GPU、CPU, 以及高功率器件、射频器件等等应用的一个场景。然后核心的产品是包括三类，一类是大面积的硅基碳氧化硅基底的这个新高是衬底。这类产品是已经向中国台湾等等客户已经交付了产品，然后也正在配合客户去推进产品的一个开发，技术交流，包括这个验证都在做一个非常快速的一个推进。

发言人1   01:59
第二一类产品，也是我们认为可能在非常快的将来就要落地的这个纯金刚石。也就是金刚石的多晶以及单晶产品的一个面向芯片的这样的一个散热的一个产品。它这一类主要是面向消费电子的芯片，以及国内外的一个GPU，高端的GPUCPU这样的一个客户去提供的这样的一个产品。而且现在非常重点的是部分的产品验证节点是已经达到了客户的要求。那么接下来的这个无论是产业化还是量产的一个进展，都是已经已经在非常近的这样的一个未来就可以去看到了。第三一类产品，就是金刚石铜铝的这一类产品。这类产品主要是在叶老的客户中正在开展产品的一个验证。

发言人1   02:51
如果我们首先回到第二一类，也就是纯的单晶或者是多晶的金刚石。用在芯片这一类的产品上面来看，我们大致先看一下就产品的一个形态，这个是以金刚石的功能部件的这样的一个形式去交付的。它是经过研磨、抛光、切割等等精加工后的一个成品。客户拿到之后是可以去直接去做，直接去使用。只需要去额外的去做一个比如说，金属化或者焊接等等工序，然后去和他的这个芯片去连接在一起就可以，然后不需要改变金刚石片本身的一个形状，是公司已经做过精加工的一个这样的一个产品。

发言人1   03:31
形状上，是以长方形或者是方形为主，少量为其他的一个形状。面积大小是覆盖400平方毫米到1000平方毫米，然后也可以覆盖像10乘10或者一两千平方毫米的范围。这个其实范围还是比较广，主要是取决于下游客户的一个需求。厚度上面来说，也是从十几厘米到一两米，一两毫米都不等的。然后关于公司这个产品参数，它是热导率是要求满足不覆盖1500到2000之间的这个热导率的一个水平。无论是单晶还是多晶的公司的这个产品是都可以满足客户的一个需求。

发言人1   04:10
它这个产品主要是用在什么地方呢？它主要是用在芯片的进阶嵌入式的一个散热，然后通过先欠的先焊的这样工艺和芯片去连接起来。作用是把芯片的局部热点的热量快速去扩散为整体来给它均匀掉。然后再通过外部的这个散热结构把它导出，也就是说它不属于传统的team 1 team 2的这个散热胶，或者同理的这样的一个散热的一个散热板的一个体系。然后也不属于大家可能之前看到比较多的一些像类似金刚石铜这样冷板的这种系统级的一个散热。而是贴近芯片的，在芯片封装之前就已经连接到的这样的一个，散热的这样的一个地方。

发言人1   04:58
它的一个优势，就是金刚石的热导率，它是不会随着使用的一个时间而下降。然后热扩散的这个能力，是远高于传统的铜或者是碳化硅，或者等等其他的一些常规类的一个散热材料。它可以解决高功率的这个芯片局部的高频散热产热的这样一个散热瓶颈。这个是它的一个非常好的一个技术的一个优点。

发言人1   05:23
我们回到公司现在的一个客户对接的一个进度。现在已经是金刚石散热的客户，是已经和一二十家的一个客户处于一个联合开发验证的一个阶段。并且是已经有小批量的订单，订单的这个金额也都是不算特别低的这样的一个范围。然后不然后看产品的单个的价值量，因为这个还是分成像我们刚刚提到的这一类，就是呃纯的单晶多晶金刚石芯片的这一级别。或者如果是这一级别，主要就是像以trip to waver这样的一个方案去结合，和这一类它的尺寸会相对小一点。然后另一类像这种大面积的这种金刚衬底，或者是这种相对有一些客户需求是wafer to wafer的方案，这种比较大片的那这种价值量就比较高。像12英寸的这种金刚石片，它的单价是可以达到1万到2万元1片的这样的一个水平。

发言人1   06:23
现在来看，落地就是我们现在稍微再去拆分一下，就是它的这个技术上面，因为还是分成这种wafer to wafer以及trip to waver的，主要是这两类的一个技术方案。现在它这个东西主要是用在什么地方，我们简单去拆分一下的话，比如说像从底层说起芯片，它的热主要是来自这个线路层。但是因为这种算力芯片它都是倒装的，所以它的这个热量是会从线路层往芯片背面去传递。然后再去向传统方案通过tim 1到力的，然后再到TM2，然后再到冷板这样的一个路径去传导到液冷的一个液体里面。然后液冷的液体再去把热量去带走，这个是传统的一个方案。

发言人1   07:08
现在的话也就是说这个力的层其实是原先是起到一个加热的这样的一个作用。就是把这种芯片的单点的园区快速的分散开。之后都是起的是散热的作用，是把热量给带走。所以我们需要重点去区分它是一个均热和一个散热，这是分别是两个材料去做不同的一个工作。那么金刚石的这个热忱片，它是放在算力的芯片里面，也就是说它起的是聚热的一个作用，去用它就是资源界里面最高的。请关注公众号思维纪要社，更多纪要请加V西安20210130。

发言人1   07:47
这样的一个热导率的一个物质，去发挥它更强的一个均热化的一个作用。能够让算力的芯片在尽量长的一个时间里头去跑更高的一个复合。如果像这种假如说它聚热的一个效果原先比较差的话，那算力的芯片它可能就很难在峰值频率去跑。比较长的一个时间可能就是峰值的时候就是达到一小段时间。然后大部分时间可能就是得必须得低于这个频率去跑，不然的话就会因为他这个单一的一个热点温度过高，然后会导致它这个产品会烧毁。

发言人1   08:23
但是如果说换上这个金刚石的一个菌热片的话，它的这个效果最主要的就是把单一的这个热点去给它迅速的去扩散开来。这样的话就是平均每个位置它都不会超过这个峰值的一个热点。这样的话就可以让算力芯片在较高的这样的一个峰值的一个频率，均匀的去持续的去抛。这个是他的一个最重要的一个方式。

发言人1   08:49
所以我们总结来说的话就是金刚石热橙片这个东西，它去解决的它是一个芯片级别的一个散热，它解决的是军热热的一个均热的一个热量的问题。它是属于芯片近端散热的一个范围，但是最外面还是用冷板去去把热量去带走，以及液冷的这个液体或者其他的方式去把热量去带走。所以聚热片和散热，这是肯定是两个是完全不同的这样的一个产品，这个是我们技术上先做一个区分，就是不会存在谁去替代掉谁或者怎么样这样的一个范畴。以及现在其实芯片近端的一个均热的问题是比远端的这个区域怎么样去处理或者升级这个冷板是对芯片能够在更高的一个频率下去持续的去跑更长时间来说最更为急迫紧切的这样的一个需求。

发言人1   09:49
然后第21个就是关于这个产品它是怎么去做一个，就是到底是怎么去和这个芯片去做一个对应。像其实他的这个产品，之前大家可能就是觉得他是不是去和一个GPU去做一个贴合。但是实际上他现就是他现在根据我们比较先和公司去交流的一个情况来看，他应该他是这样就是一个产品，就是一个金刚石片，它去对应的就是一颗GPU芯片，里面是包含多颗裸带。然后每颗裸带它是需要对应的金高是散热片，因此它需要一个GPU里面需要匹配的数量是多片。

发言人1   10:30
假如说这个GPU里面有两个带。那就需要去配两个金刚石片。如果是四个带，那就需要去配四个金刚石片。所以金刚石的数量和GPU不是一一对应，而是一比看里面具体带的数量。如果有假如说有四颗的话，那就是1比4的这样的一个关系。这个是我们需要去更核心的去理解它的一个市场空间。以及说对这个量上面大致的一个需求应该怎么去理解比较关键的一个问题。

发言人1   11:03
那现在来看的话再回到这个产品的一个落地节奏上面来说。2026年四季度开始会产生一个小批量的一个交付，然后也是会匹配一些比较重磅的一个产品。等到2027年的时候，就是会进入到一个大批量交付的一个阶段。下游的客户公司都对接了哪些？这个无论是海外的可能大家讨论比较多的一些客户，还是说国内的要可能头部一些的芯片厂商，以及台湾的一些类似半导体厂商，他们都是会已经在非常密切的合作和对接。而且，有部分的产品，可能在很快的一段时间内，有可能在四季度我们就可以看到一些，产品的一些，比较大一些批量化的一个落地，这个是关于落地节奏的这样子的一个判断。

发言人1   12:03
关于这个三关于这个节奏以外的话，我们还有一个就是关于金刚石散热一个整体行业趋势该怎么看？首先金刚石散热它适用的是高端高功率的这些芯片产品，属于是这种散热方案比较金字塔顶端的这个产品。然后它主要是用于现有的这个散热方，它无法满足一个需求，或者说需要它在这种比较峰值的频率去持续的去跑更长时间这一类的产品。

发言人1   12:32
然后用金刚石散热，就是怎么去评估它的一个这个产品的一个性价比呢？除了刚刚我们提到的，可能它的这个一片对应几个带，然后去算到一个GPU，这样子去可以去做一个对成本上面的一个估算以外。它对这个芯片的一个性能和效率提升，是可以提高芯片效率的。就经过这个比较长时间测试，是可以提高10%到20%的一个水平。那这样子算下来，从这个芯片它算力的一个总拥有成本的一个角度来说，它是具有一个非常高的这样的一个经济性的。

发言人1   13:09
我们认为其实现在其实还只是金刚石散热去用于这个芯片端，或者是还有其他的一些高功率的产品。无论是半导体相关，还是说可能潜在的一些光通信，光模块，然后以及一些更多的一个激光器等等产品的一个应用。现在还是处于一个早期的一个阶段。我们可能在不久的未来，马上就要看到一些量产的一个产品的一个落地。其他的一些潜在同框，潜在的一些应用场景。

发言人1   13:39
还有像比如说先进制程的这个芯片，以及说这种光通信的这个发射接收的这个芯片等等。其他还有更多的一个领域的一个应用。这个是关于金刚石板块的一个整体上面的一个梳理。

发言人1   13:56
关于公司现在有多少产能，公司在两周以前，也是随着中报一起发了一个新增的一个定增的项目。定增项目是规划用于金刚，就是用于这个金刚石散热的产这个木头项目，是规划年产能是65万。但是经过这个了解，就65万件其实只是针对某一单一客户的一个部分的一个需求，部分规格产品的一个需求去做的一个简化测算值。所以实际的一个产出，我们认为是比较大概率可能会高于这个数值的。然后关于这个建设周期的时间，因为预计现在看到27年这个可能商业化落地的节奏会加快，所以整体的一个建设周期是大概率是要远远低于三年。然后公司其实也已经提前去储备了这个产无论是设备还是说这个相关产品的其他的一些规划。不会等到募集资金到位，然后才去启动一个建设。也会根据这个项目的一个推进节奏，来提前匹配客户的一个需求。

发言人1   15:04
它的这个总投资里面，5.3个亿之中，用于CVD生长设备的投资是2.5个亿。然后精加工后处理的这个设备是占一小半的一个一个一个投资额。金刚石片本身的一个难点，其实有比较重要的一部分是在于它的一个精加工和后处理上面。精加工本身的一个它的一个成本，其实也不低于它自己的一个生长和生产的这样的一个一个成本。

发言人1   15:33
然后关于设备数，就是设备的一个数量来说的话，目前公司已经投入的这个CAD设备是已经超过了600台。然后后续预计到今年底这个设备数量会增加到1000台。然后到27年底，预计是会接近到2000台左右这样的一个水平。然后有一些订单的一个落地节奏，是预计从四季度开始就会有小批量。然后到27年之后，会开始逐渐初步出现一个大批量的一个订单。然后公司也会在这个定增的一个资金到位之前，也是会用目前自有的接近两个亿的一个现金，以及银行的这个自有的授信额度大概五个亿，以及加上之前非常良好的经营活动的一个现金流。然后去把自有资金去推动上述的一个项目的一个建设。

发言人1   16:28
这个是以上关于金刚石散热板块的一个梳理。我总结下来，我认为经过，因为其实我们去看这个金刚石散热领域，在市场里面也是非常早去发现以及去发生的。我们梳理下来认为，其实在尤其是GPU散热的一个领域，公司其实走在行业里面，非常领先的这样的一个地位。而且有可能是可以看到率先的有产品去量产落地的这样的一个，情况。这个是我们关于金刚石散热板块整体的一个梳理。

发言人1   17:04
然后第21个，就是关于公司的这个金刚石微钻的业务。这个产品它的定位是用于PCB领域的钻孔的一个耗材。然后性能上面，这个是要远优于传统的。无论是说硬质合金的一个微钻，还是说镀膜的这样的一个产品，可以提升钻孔的效率，去降低它综合使用的一个成本。主要是用于这种中高端的PCB板，它的一个钻孔的一个工序。

发言人1   17:33
目前现在单支的一个规格，公司的产品是从0.2到0.1到0.25这样的规格都可以做到。然后目前产品在比如说像买酒材料的这种测试里面，平均寿命是可以达到1到1.5万个孔。这个是以单支针去打穿的这样一个寿命来去看的。然后也在马巴材料上面是平均寿命是超过4万公平这样的一个寿命。加工的效率还有这个性价比还是比较比较显著的。

发言人1   18:08
现在的一个进展就是部分的客户是已经进入到内部采购审批的这样一个流程。完成之后，也预计可能会有一个小批量的一个进展去去可以期待去看到。然后公司也会同步去推进工艺产品的一个最终的一个定型，以及后续的一个产能规划的建设。

发言人1   18:30
产能规划上面也是在本次的定增里面，在2026年底，公司预计金刚石的一个微钻年化产能会达到72万只。然后这个关于定增的一个内容，是计划是达产之后会做到年产420万只的一个金刚石微钻。然后这里面有部分大概20万只左右，是用于这种单晶硅碳化硅等等硬脆材料的一个加工。然后剩下用于PCB领域的一个架构，预计是每年至少400万只左右的这样的一个水平。然后同样产能规划上面也不会受定增的一个进度影响。公司也已经用这个自有的资金去投入超过4000万元去采购设备。然后在今年底也是会增加非常多的这样的一个产能节奏。如果说四季度的有部分的小批量的一个产品验证进展顺利的话，那产能的一个提升速度预计还会去做一个进一步的一个加快。

发言人1   19:31
这个是以上关于我们对公司的一个整体投资逻辑。然后还有这个公司金刚石散热，还有就是金刚石钻针两块逻辑的一个梳理。除此之外，公司的传统的原有业务刀具部分，还有这就是精密刀具业务。无论是这个超硬刀具还是硬质合金的刀具，其实在今年的中报里面都是有非常高的一个增长的一个表现。包括我们去看现在公司的一个传统业务来就是传统业务来看的话，其实去除掉这个中报的时候，股权激励的影响，业绩的同比增速是超过了60%，这个还是非常超预期的这样的一个，一个体现。

发言人1   20:14
那么在刀具上面，公司的像这个子公司新金权也有55% 10以上的产品是用于苹果类的这个产品的一个加工。然后下游客户也是包括有像立讯富士康等等。所以折叠屏手机的一个中框加铰链的这个加工难度提升之后，然后部分的客户也是会有更多的一个需求的释放。然后作为高端的一个刀具的一个厂商，公司也是能够去抓住或者受益于这一部分的一个市场本身的一个拓展，以及份额的一个提升。

发言人1   20:47
然后这个是关于公司传统业务，以及像公司的新的一类业务，就是这个升学振膜。在四月以来CVD的这个金刚石振膜收入和商业化都已经实现非常大幅的一个提升。光是上半年就已经收入超过了1000万元的这样的一个水平。然后商业化突破上面也是首次搭载了国产的这个自主品牌新能源车，实现量产使用。然后也拓展了像耳机上海外音响都能应用的一个场景。这个是我关于公司以上情况的一个梳理和汇报。然后建议各位领导重视，金当时板块这个产业化前期的一个最重要的一个拐点的一个时期，以及期待公司后续的一个业务进展的一个推进和落地的一个时间。

发言人1   21:36
以上是我关于今天的一个汇报，感谢各位领导，感谢大家参加本次会议。用AI进宝获得优质复盘资料，更多专业AI工具和投研内容，打开进门F领取会员体验。祝您工作顺利，再见。

发言人1   21:52
本次会议仅面向开源证券的专业投资机构客户或受邀客户，仅供在新媒体背景下研究观点的及时交流。第三方专家发言内容仅代表其个人观点、所有信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。未经开源证券事先书面许可，任何机构或个人严禁录音、转发及相关解读。涉嫌违反上述情形的，我们将保留一切法律权利。感谢您的理解和支持，谢谢。

发言人1   29:54
请关注公众号，思维纪要社，更多纪要请加V西安20210130。
